ayment o damages.
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£ 1 L 1 D C 1 B 1
Part no. / Part marked/ | Quality class/ | Contact plating/ Capacitance value/ A e s
Art.-Nr. / Bedruckung: Giitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitétswert: Technical specmcatlon/
24-003483 3 Gold flash over nickel Technische Daten:
Soddber Neke! Working voltage/ 100 VDC
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel o
4-003482 2 p - p i 2x 370 pF £ 20 % : .
2 20 pin Gold (ber min. 50 pin Nickel Betriebsspannung:
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel ;
24-003481 1 30 pin Gold dber min. 50 uin Nickel gturr%n} r?gm,g/.t. S A
24-003493 3 Gold flash over nickel rom e.as ar (.9' :
Gold iiber Nickel _ _ Insulation resistance/ >1GQ
2 | oo oo SO W RS | 54 30 & 20% | solalonswidersand:
24-003491 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Dielectric 300 VDC
B 30 pin Gold iber min.. 50 pin Nickel Withstanding Vo|tage/
24-003503 3 ggffduﬂgsﬂc%ier nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel o Temperature -25°C .. +105°C
24-003502 2 20 pin Gold dber min. 50 uin Nickel 2x 1300 pF & 20 % working range/
24003507 o |Soun hardgoidover i, S0n kel Umgebungstemperatr
Capacitance value/ see table/
Kapazitatswert: siehe Tabelle

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild

Collar/
Scheibe

Threaded rear spacer clip/

Gewinde-Abstandsbolzen-Clip

Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen

Quality class 1 = 500

Glitestufe 1
Quality class 2 = 200

(siehe Tabelle): Glitestufe 2
Quality class 3 = 50
Glitestufe 3
Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0
Isolierkérper:
Shell/ Steel, Sn over Ni
Gehduse:

Threaded rear spacer clip/

Cu alloy, Sn over Ni

Leiterplatten Ob it 0,13
(teiterplation Oberseite) 24,997013 Gewinde-Abstandsbolzen-Clip:
5,49 0,1 Collar/ Cu alloy, Sn over Ni
’ Scheibe:
2x 33,1+0,1 2,74+0,1
1 Installation specification/
"\9 - T Montagedaten:
e —é)— ~H Solder parameter/
9x @1*g s = Létparameter:
a3 Solder preheat 100 °C for 30 sec./
1,37+01 T @ temperature/ 100 °C fiir 30 Sek.
411201 « Vorheiztemperatur:
’ ' Solder bath temperature/ 260 °C for 5 sec./
Létbadtemperatur: 260 °C fiir 5 Sek.
PCB hole drillings/ see sheet 2/
30,89*0:5 Leiterplattenbohrbild: siehe Seite 2
24,9902 Recommended torque max. 6 in.LB/
-012 value for thread/
16,8402 Empfohlenes Drehmoment max. 67 Nem
005 fiir Gewinde:
PCB clip for hole @3,1 mm
diameter/
2L / ﬂ 2 3 a PCB Clip fiir
%g A @ -© -@- - ﬁ Lochdurchmesser:
T i . . .
< S Y fer 5 Circuit board thickness/ 1,6 mm
- 6 7 3 ) Leiterplattenstarke:
(REN
9x @0,6+0,05
| ﬂ ﬂ j
| |
n S &
1 [ “Partno. | 2
[ L CONEC ABC | [ 1 | ”
‘ : S =
So
oo oo s I
! 0,22
4-40 UNC 8,26 0703
5—@ dim. in mm D-SUB PI-Filter Male 9pos.
with threaded rear spacer clip
Daveionm tane D-SUB PI-Filter Stiftleiste 9pol
drawn]p2.02.2022|  Hennebosl - FRier Stiitelste Spol.
20597 [z 022022 Lehmerianir mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
scale/Masstab:
d no DIN-
Index:  a Original 21 ”\I.I-'® ZKV,?r,; / 24K1 A2200 A3
RoHS compliant/ konform “' 1/1
F T 3 T ) E T A

4




